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1. はじめに

　昨今では，半導体の微細化技術，省電力化，回路の高密
度実装化技術が向上し，より小型なデバイスでデータの高
速通信，大容量化が実現し，電子機器の小型化に大きく寄
与している。このような技術の進歩を背景に，日常生活で
は，スマートフォンなど各種携帯端末が普及し，さまざま
な場面で情報が容易にかつ有効に活用されている。また，
自動車においてはエンジンの最適制御による省燃費化や衝
突回避制御技術など，さまざまな分野で応用技術が拡大し
ている。今後とも，小型高密度化の進展と，付加機能の開
発は日進月歩で進められ，より便利で機能的なシステムが
生まれてくると同時に，益々品質への要求が高まってくる
ことが推察される。

2. 製品の品質

　外装品質に期待される目は厳しく，常に“完璧“が求め
られている。外装の検査は，CCDカメラの高解像度化とコ
ンピュータの性能向上により，画像処理技術と照明技術を
組み合わせることにより，多くの分野で目視検査に代わっ
て自動化が進んでいる。勿論傷の種類や許容条件により目
視と併用している分野もあることは現実である。
　もう一つの品質は，設計された回路の機能を安定的に供
給することである。特に高密度実装基板では見えない・触
れない・計れないという条件で，基板製造工程や部品実装
工程によるスルホール切れ，実装の位置ずれ，はんだ不良
などの不良を高速に検出することが要求される。
　検査技術委員会では，機能を司る実装基板に着目し，高
密度化し複雑化していくプリント回路板の検査技術，検査
手法や不良を出さないようにするための手法などについて
検討すると共に，検査領域における各企業が抱えている問
題点を共有し解決策を検討している。

3. プリント回路板の検査と位置づけ

　各製造工程におけるプリント回路板の対価 1)は，1990年
代当時では最終製品が 300ドルの場合は前工程で不良が検

出されると損失が後工程の 1/10で済むとされていた。その
ため，如何に初期の工程で不良品と判断するかが検査の目
的であり，検査に対する設備投資が有効とされてきた。し
かし，現在は実装部品の単価が上がり，最終価格が低下し
たため前述のように製造工程の初期段階での検出だけでは
不良品分の製造コストを抑えるが難しくなってきている。
　次に，プリント回路板の品質が低下する原因として，実
装部品単体の品質，プリント配線板の品質，実装機の繰り
返し位置決め精度，はんだの接合性などが要素として考え
られる。これらの組み合わせの中で極稀に異常が発生して
しまい，不良品となってしまうものが出荷されてしまうの
を防ぐため，さまざまな検査手法を用いてこれらの異常検
出を行っている。

1)　 実装部品単体の品質：実装部品は年々小型化が進ん
でいる。現在，表面実装部品のサイズは 0603(JIS)(0.6 
mm × 0.3 mm)や 0402が主流となっているが，0201や
01005といったさらなる微細部品の使用割合が高くなっ
ていく。部品の微細化が進むにつれて，測定手法に加
えて測定環境の構築も重要となっていく。

2)　 プリント配線板の品質：搭載される部品の省エネル
ギ化に伴い，配線の微細化，薄膜化が進んでいる。導
電層の線幅は 50 μmが主流となっているが今後数年で
30 μm，25 μmへと微細化が進んでいる。導電層の膜厚
は 35 μmや 18 μmが標準寸法として挙げられ，さらな
る薄膜化や導電性の良い軟材料の登場が期待されてい
る。

　このように，電子機器を小型化するための技術として，
高密度実装技術の進展は必要不可欠であり，ますます“見
れない・触れない・計れない”実装基板になり，これらを
いかにして検査して不良を出さないようにするかが大きな
課題である。
　本委員会の傘下であるボードテスト技術研究会におい
て，さらなる高密度実装に対応した検査手法を提案するた
め，数年に渡って“見えない・触れない・計れない　検査”
をテーマにし技術的な問題点に加えて，企業間で遣り取り
されるデータのあり方について議論を行ってきた。技術面

プリント回路板における検査のあり方と問題

The State and the Problem in Case of Inspection of the Printed Circuit Board

検査技術委員会

特集／エレクトロニクス実装技術の現状と展望


